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�휴대형 전자기기 시장의 급속한 성장 전망으로 접
속소재의 수요 및 중요도는 더욱 증대될 것으로 전망.

�이방성 도전필름 (ACF)이 핵심 접속재료임
전기전도성 미립자와 절연성 접착 수지부로 구성됨. 

�IT 기기 제조 뿐 아니라 반도체 실장 공정에

서도 회로 소자 집적도의 급격한 상승으로 전

도성 미립자 기반 공정의 중요성이 확대되고

있음.

반도체, LCD 및 모바일 기기산업

전도성 접속 소재

1. 적용 분야
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전기전도성 입자 복합체

Micropearl
(금 도금 도전입자)

ACF(이방성 도전필름)의
핵심 요소

– LCD 및 모바일 기기 제조 핵심 소재인 ACF 수요량 세계 2위(‘06년 기준), 생산량

10% 미만 (90% 수입)으로 자력기술 개발이 필수적인 분야임. 

– 도전입자는 전량 수입.

– 기술개발 시 100배 이상 시장점유율 확대가능, 

– 동시에 관련산업의 글로벌 경쟁력 강화 유도 가능.

– 기존 도금 공정 기반 전기전도성 복합입자의 환경오염 및 높은 제조단가 상의

문제점을 동시에 극복하는 고효율, 높은 제조수율, 낮은 제조 단가의 혁신적

Green technology 임.

2. 기술의 특징
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Nanolayer 
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vias voltage : 100mV
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Highly electroconductive !
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3. 기술의 완성도


